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摘要(译)

本发明公开一种用于封装OLED器件的封装结构。所述封装结构包括封装
单元，所述封装单元包括：光学胶层；无机封装层，设置于所述光学胶
层上；有机封装层，设置于所述无机封装层上。本发明通过在封装结构
中引入光学胶层，减小无机封装层在弯折时的应力应变，从而降低了无
机封装层的破裂风险。此外，与现有技术相比，本发明的封装结构节省
了最外层的阻挡层，可以降低封装结构的厚度，有利于器件薄型化。
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